C25 PROCESOS ELECTROLITICOS O ELECTROFORETICOS; SUS APARATOS (electrodidisis,
electro-0smosis, separacion de liquidos por electricidad BO1D; trabgjo del metal por accion de una fuerte
concentracion de corriente eléctrica B23H; tratamiento del agua, aguas residuales o aguas de alcantarilla por
procedimientos el ectroguimicos CO2F 1/46; tratamiento de superficies de materiales metélicos utilizando a
menos un proceso cubierto por la clase C23 y a menos un proceso cubierto por la presente clase,
C23C 28/00, C23F 17/00; proteccion anddica o catddica C23F; crecimiento de monocristales C30B; por
metalizacion de materias textiles DO6M 11/83; decoracion de materias textiles por metalizacion local
D06Q 1/04; métodos de andlisis el ectroquimicos GO1N; dispositivos electroquimicos de medida, indicacion
o registro GO1R; elementos de circuitos electraliticos, p. . condensadores, HO1G; generadores de tensién o
de corriente electroquimicos HO1M) [4]

Notas

@ Los procesos, |os detalles operativos, o de instalaciones electroliticas o electroforéticas, estan clasificadas en:
(i) losgrupos previstos paralos compuestos u objetos fabricados, y
(it) los grupos que cubren |os detalles operativos o instalaciones. [2]

)] La purificacion electrolitica o el ectroforética de materiales esta clasificada en los lugares apropiados, p. €. A01K 63/00, CO2F 1/46,
C25B 15/08, C25D 21/16, C25F 7/02. [2]

Esquema general

PRODUCCION ELECTROLITICA

ANODIZACION, FOSFATADO,

Compuestos inorganicos, no CROMATADO ...ttt C25D 11/00

INELAIES ..ot e e seeane C25B 1/00 REVESTIMIENTOS CON MATERIALES

Compuestos orgéni COS e e C25B 3/00 INCORPORADOS. ..ottt C25D 15/00

Recubrimientos N0 Metalicos ..............oewennen. C25D 9/00 IISIEMRPIIEI\E/ZEgT lI)l\IjICEANHW?\C?SOMIIEEI:I'IXALI INC% %‘ (P)(’;IR

MERIES ..o C25C 1/00, g;gg' VIAELECTROLITICA ..o C25F 1/00, 5/00

Recubrimientos metalicos ...oo........... C25D 3/00, 5/00, GRABADO O PULIDO ELECTROLITICO.......ccoevveeneee C25F 3/00
2100 CELULAS, ELECTRODOS, DIAFRAGMAS

PRODUCCION ELECTROLITICA DE

COMPUESTOS O ELEMENTOS NO

METALICOS CON PRODUCCION

SIMULTANEA DE ELECTRICIDAD........cccovviniriiiieas C25B 5/00
PRODUCCION ELECTROFORETICA

Compuestos inorganicos u

Produccién de compuestos 0 no

MELAIES. ...t C25B 9/00, 11/00,
13/00, 15/00

Produccién de metales............ccoeeevereeeeennen, C25C 7/00
Produccién de revestimientos............ C25D 17/00, 19/00,
21/00

0rganicos, N0 MEtales.........cveurerieererererererienene C25B 7/00 Limpieza, decapado, tratamientos
REVESHIMIENOS oo C25D 13/00 delasuperfiCie ... C25F 7/00
GALVANOPLASTIA ..ot C25D 1/00
C25B PROCESOS ELECTROLITICOS O ELECTROFORETICOS PARA LA PRODUCCION DE COMPUESTOS
ORGANICOS O INORGANICOS, O DE NO METALES; SUSAPARATOS[2]
Notas
Q) En la presente subclase, salvo indicacion en contra, unainvencion esté clasificada en el Gltimo lugar apropiado. [2]
2 L os compuestos que presentan un interés particular estan también clasificados en la clase apropiada, p. . C01, C07. [2]
1/00  Produccién electrolitica de compuestosinor ganicos o 1/20 Hidréxidos[2]
no metales[2] 1/21 de déxidos de manganeso [7]
1/02 de hidrégeno u oxigeno [2] 1/22 de &cidos inorganicos [2]
1/04 por electrdlisis del agua[2] 1/24 de hal 6genos o sus compuestos [2]
1/06 en células con electrodos planos o de placas 1/26 Cloro; Sus compuestos[2]
andogos[2] 1/28 de percompuestos [2]
1/08 del tipo defiltro prensa[2] 1/30 Peroxidos[2]
1/10 en células de diafragma[2] 1/32 Perboratos [2]
1/12 en células apresion [2] 1/34 Produccién simultanea de hidréxidos de metal
1/13 de ozono [7] alcalinoy cloro, sus oxéacidos o sales[2]
1/14 de compuestos de metal alcalino [2] 1/36 en células de catodo de mercurio [2]
1/16 Hidroxidos[2] 1/38 con cétodo de mercurio vertical [2]
1/18 de compuestos de metal alcalinotérreo o compuestos 1/40 con cétodo de mercurio horizontal [2]

de magnesio [2]



C25B

C25C

1/42 Descomposicion de amalgamas [2] 9/18 Acoplamientos que comprenden varias células

1/44 con la adicién de catalizadores [2] (acoplamiento de células con electrodos méviles

1/46 en células de diafragma [2] C25B 9/12; acoplamientos de células con electrodos

constituidos por particulas C25B 9/16) [7]

3/00  Produccion eectrolitica de compuestos or ganicos [2] 9/20 del tipo filtro-prensa[7]

3/02 por oxidacién [2] L ]

3/04 por reduccion [2] 11/00 Electr_odos; Su fabricacion no prevista

3/06 por halogenacién [2] anteriormente 2]

- 11/02 caracterizados por la configuracion o laforma[2]

3/08 por fluoracion [2] )

. . o 11/03 perforados o agujereados [2]

3/10 por reacciones de copulacion, p. €. dimerizacion [2] . .

3/12 de compuestos organometalicos [2] i caracterizados por & material [2]

11/06 por los materiales cataliticos utilizados

5/00  Procesos electrogener ativos, es decir, procesos para (catalizadores en general BO1J) [2]
la produccién de compuestos en los que 11/08 Metales nobles [2]
simultaneamente se genera electricidad [2] 11/10 Electrodos basados en metales del tipo barrera, p.

7/00  Produccion electrofor ética de compuestos 0 no g. fitanio [2]
metales (separacion o purificacion dz peptidos, p. . 11/12 Electrodos basados en carbono (masas de carbono
proteinas por electroforesis CO7K 1/26) [2] en generdl CO,AjB 35/52) [2]

11/14 Impregnacion de electrodos de carbono

9/00 Célulaso acoplamientos de células; Elementosde (C25B 11/06 tiene prioridad) [2]
estructura delas células; Acoplamientos de 11/16 Electrodos basados en didxido de manganeso o
elementos de estructura, p.€j. acoplamientos de diéxido de plomo [2]
electro-diafragma[2,7] 11/18 Electrodos de mercurio 0 amalgama[2]

9/02 Soportes para el ectrodos [2] ) )

9/04 Dispositivos de alimentacién eléctrica (conexiones 13/00  Diafragmas, Elementos de espaciado [4]

eléctricas en general HO1R); Conexiones de 13/02 caracterizados por la forma o conformacion [2]
electrodos; Conexiones el éctricas entre células [2] 13/04 caracterizados por € material [2]
9/06 Células que comprenden electrodos fijos de 13/06 basados en amianto [2]
dimensiones estables; Acoplamientos de sus 13/08 basados en materiales organicos [2]
elementos de estructura[7]
9/08 con diafragmas [7] 15/00  Operacion o servicio delascélulas[2]
9/10 que incluyen una membrana de intercambio de 15/02 Procedi_nji entos de control o regulacion (control o
iones en o sobre la cual estaincrustado material regulacion en general GOS) [2]
para electrodo [7] 15/04 Regulacién de la distancia entre electrodos (trabajo
9/12 Células o acoplamiento de células que comprenden al del metal por accion de una fuerte concentracion de
menos un electrodo movil, p. €. electrodos rotativos; corriente eléctricaB23H) [2]
Acoplamientos de sus elementos de esctructura [7] 15/06 Deteccidn o prevencion de cortocircuitos en las
9/14 Electrodos liquidos, p. €. electrodos de célules[2]
mercurio [7] 15/08 Suminiaro_ 0 eliminaci én_ de reactivos o electrolitos,
9/16 Células o acoplamiento de células que comprenden al Regeneracion de electrolitos[2]
menos un electrodo congtituido por particulas;
Acoplamientos de sus elementos de estructura [7]
C25C PROCESOS PARA LA PRODUCCION, RECUPERACION O AFINADO ELECTROLITICO DE METALES, SUS
APARATOS|[2]

1/00  Produccién electroalitica, recuperacion o afinacién de 3/00  Produccion eectrolitica, recuperacion o afinado de
metales por electrdlisis de soluciones (C25C 5/00 tiene metales por electrdlisis de bafios fundidos (C25C 5/00
prioridad) [2] tiene prioridad) [2]

1/02 de metalesligeros[2] 3/02 de metales acalinos o alcalinotérreos [2]

1/04 en células de cétodo de mercurio [2] 3/04 de magnesio [2]

1/06 de metales del grupo del hierro, metales refractarios o 3/06 de aluminio [2]

de manganeso [2] 3/08 Construccién de células, p. g. fondos, paredes,

1/08 de niquel o cobalto [2] catodos[2]

1/10 de cromo 0 manganeso [2] 3/10 Cuadros o estructuras de soporte externas[2]

1/12 de cobre [2] 3/12 Anodos[2]

1/14 de estafio [2] 3/14 Dispositivos de aimentacion o roturade la

1/16 de cinc, cadmio o mercurio [2] costra[2]

1/18 de plomo [2] 3/16 Dispositivos de suministro de corriente el éctrica,

1/20 de metales nobles [2] p. &. barras 6mnibus [2]

1/22 de metales no previstos por los grupos C25C 1/02 a 3/18 Electrolitos[2]

C25C 1/20[2] 3/20 Control o regulacién autométicade las células

1/24 Aleaciones obtenidas por reduccion catodica de todos (control o regulacion en general GO5) [2]

susiones[2] 3/22 Colectores de gases emitidos [2]
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C25C - C25D

3/24 Afinacion [2] 5/00  Produccion eectrolitica, recuperacion o afinado de
3/26 de titanio, circonio, hafnio, tantalo o vanadio [2] polvos metalicos 0 masas metalicas porosas [2]
3/28 detitanio [2] 5/02 apartir de soluciones [2]
3/30 de manganeso [2] 5/04 apartir de masas fundidas [2]
3/32 de cromo [2] . 7/00 Partesconstructivasde las células o su ensamblaje;
3/34 de metales no previstos por los grupos C25C 3/02 a Servicio u operacion de las células (parala produccién
C25C 3/32[2] de aluminio C25C 3/06 a C25C 3/22) [2]
3/36 Ale_aci ones obtenidas por reduccidn catédica de todos 7/02 Electrodos (4nodos consumibles para la afinacion de
susiones[2] metales C25C 1/00 a C25C 5/00); Sus conexiones [2]
7/04 Diafragmas; Elementos de espaciado [2]
7/06 Operacion o servicio [2]
7/08 Separacion de metales depositados en el catodo [2]
C25D PROCESOS PARA LA PRODUCCION ELECTROLITICA O ELECTROFORETICA DE REVESTIMIENTOS,
GALVANOPLASTIA (decoracién de materias textiles por metalizacion D06Q 1/04; fabricacion de circuitos impresos por
deposicion metalica HO5K 3/18); UNION DE PIEZAS POR ELECTROLISIS; SUSAPARATOS[2,6]
1/00 Galvanoplastia[2] 3/46 deplata[2]
1/02 Tubos; Anillos; Cuerpos huecos [2] 3/48 deoro[2]
1/04 Alambre; Cintas; Chapas[2] 3/50 de metales del grupo del platino [2]
1/06 Espejos totalmente metélicos [2] 3/52 caracterizadas por |os constituyentes orgénicos
1/08 Objetos perforados o agujereados, p. g. tamices utilizados en el bafio [2]
(C25D 1/10 tiene prioridad) [2] 3/54 de metales no previstos en los grupos C25D 3/04 a
1/10 Moldes; Mandriles; Matrices [2] C25D 3/50 [2]
1/12 por electroforesis [2] 3/56 de aleaciones [2]
1/14 de material inorganico [2] 3/58 gue contienen més del 50% en peso de
1/16 Metales[2] cobre [2]
1/18 de material organico [2] 3/60 que contienen més del 50% en peso de
1/20 Separacion de los objetos formados de los estafio [2] )
electrodos[2] 3/62 que contienen mas del 50% en peso de oro [2]
1/22 Compuestos separadores[2] 3/64 .. quecontienen mas del 50% en peso de plata[2]
3/66 apartir de bafios fundidos [2]
2/00  Unioén de piezaspor electrolisis [6]
5/00 Revestimientos electroliticos caracterizados por €l
3/00 Revestimientos electroliticos; Bafios utilizados [2] proceso; Pretratamiento o tratamiento posterior de
3/02 apartir de soluciones (C25D 5/24 a C25D 5/32 tienen laspiezas[2]
prioridad) [2] 5/02 Deposiciones de reas superficiales seleccionadas [2]
3/04 de cromo [2] 5/04 Deposiciones con electrodos méviles[2]
3/06 apartir de soluciones de cromo trivalente [2] 5/06 Deposiciones al cepillo o laamohadilla[2]
3/08 Deposicion de cromo negro [2] 5/08 Deposiciones con electrolito en movimiento, p. .
3/10 caracterizadas por |os constituyentes organicos deposiciones por proyeccion [2]
utilizados en el bafio [2] 5/10 Deposiciones con méas de una capa de iguales o
3/12 de niquel o cobalto [2] diferentes metales (para cojinetes C25D 7/10) [2]
3/14 apartir de barfios que contienen compuestos 5/12 siendo al menos una capa de niquel o cromo [2]
acetilénicos o heterociclicos [2] 5/14 siendo dos o més capas de niquel o cromo, p.
3/16 Compuestos acetilénicos [2] g. capas dobles o triples [2]
3/18 Compuestos heterociclicos[2] 5/16 Deposiciones con capas de espesor variable [2]
3/20 de hierro [2] 5/18 Deposiciones utilizando corriente modulada, pulsante
3/22 decinc[2] oinvertida[2]
3/24 apartir de bafios de cianuro [2] 5/20 Deposiciones utilizando ultrasonidos [2]
3/26 de cadmio [2] 5/22 Deposiciones combinado con tratamiento mecanico
3/28 apartir de bafios de cianuro [2] durante ladeposicién [2]
3/30 de estaiio [2] 5/24 Depecsats_i ci_on?s de wp;irfici esf (ngltélic?s enll_as acc;ue un
; . - revestimiento no puede ser facilmente aplicado
3/32 lcjzrl?z:tazré zae.dﬂlazl pt());r:gs[ (z:i)nsntuyentes orgénicos (C25D 5/34 .tit.ene priqri dd) [2]
3/34 de plomo [2] 5/26 de superf!c!as de hierro o acero [21
3/36 caracterizadas por |os constituyentes organicos 5/28 de superf! C!% de metales rfefractarlos (2
utilizados en el bafio [2] 5/30 de superficies de metales ligeros [2]
3/38 de cobre [2] 5/32 de superficies de los actinidos [2]
3/40 apartir de bafios de cianuro [2] 5/34 Pretratamiento de superficies metdlicas que van a ser
3/42 de metales ligeros[2] revest@as por via electrolitica[2]
3/44 Aluminio [2] 5/36 de hierro o acero [21 )
5/38 de metales refractarios o niquel [2]
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C25D

5/40
5/42
5/44
5/46
5/48

5/50
5/52
5/54

5/56
7/00

7102
7104
7106
7108
7/10
7112

9/00

9/02
9/04
9/06
9/08
9/10
9/12

11/00

11/02
11/04
11/06
11/08
11/10
11/12

11/14
11/16
11/18

11/20
11/22
11/24
11/26
11/28
11/30
11/32
11/34

11/36
11/38

13/00

13/02
13/04
13/06

Niquel; Cromo [2]
de metalesligeros[2]
Aluminio [2]
de actinidos[2]
Tratamiento posterior de las superficies revestidas de
metales por via electrolitica[2]
por tratamiento térmico [2]
por abrillantado o brufiido [2]
Deposiciones de superficies no metalicas (C25D 7/12
tiene prioridad) [2]
de materias plasticas [2]

Deposiciones de metales por via electrolitica
caracterizadas por € objeto revestido [2]
Cierresde cursor [2]
Tubos; Anillos; Cuerpos huecos [2]
Alambres; Cintas, Chapas[2]
Espejos; Reflectores [2]
Cojinetes[2]
Semiconductores [2]

Revestimientos electroliticos que no sea con metales
(C25D 11/00, C25D 15/00 tienen prioridad;
revestimiento electroforético C25D 13/00) [2]
con materiales organicos [2]
con materiales inorganicos[2]
por procesos anddicos [2]
por procesos catodicos [2]
sobre hierro o acero [2]
sobre metales ligeros [2]

Revestimientos electroliticos por reaccion superficial,
esdecir, que forman capas de conversion [2]
Anodizacion [2]
de aluminio o sus aeaciones[2]
caracterizada por los electrolitos utilizados[2]
gue contienen &cidos inorganicos [2]
gue contienen &cidos organicos [2]
Anodizacion en varias etapas, p. €. en bafios
diferentes[2]
Produccién de capas coloreadas [2]
Pretratamiento [2]

Tratamiento posterior, p. €. cerrado de poros
(lacado B44D) [2]

Tratamiento posterior electrolitico [2]
para colorear capas [2]
Tratamiento posterior quimico [2]
de metales refractarios o sus aleaciones [2]
de actinidos o sus aleaciones [2]
de magnesio o sus aleaciones [2]
de material es semiconductores [2]

de metales o0 aleaciones no previstos por los
grupos C25D 11/04 aC25D 11/32 [2]

Fosfatado [2]
Cromatado [2]

Revestimientos electrofor éticos (C25D 15/00 tiene
prioridad; aparatos para el transporte continuo de los
articulos en |os bafios B65G, p. €. B65G 49/00;
composiciones para revestimientos electroforéticos
CO09D 5/44) [2]

con material inorganico [2]

con material organico [2]

polimeros [2]

13/08
13/10
13/12
13/14
13/16
13/18

13/20
13/22
13/24

15/00

15/02

17/00

17/02
17/04
17/06

17/08
17/10
17/12

17/14
17/16

17/18
17/20
17/22
17/24
17/26
17/28

19/00
21/00

21/02
21/04
21/06
21/08
21/10

21/11
21/12
21/14
21/16
21/18
21/20

21/22

por polimerizacion in situ de monémeros [2]
caracterizado por los aditivos utilizados [2]
caracterizado por €l articulo revestido [2]

Tubos; Anillos; Cuerpos huecos [2]
Alambres; Cintas; Chapas[2]
utilizando corriente modulada, pulsante o
invertida[2]
Pretratamiento [2]
Operacion o servicio [2]
Regeneracion de los bafios [2]

Produccion electrolitica o electrofor ética de

revestimientos que contienen materiales

incorporados, p. §. particulas, laminillas, hilos[2]
Procesos combinados electroliticos y
electroforéticos [2]

Elementos estructurales, o sus ensambles, de células
pararevestimiento electrolitico (aparatos para
transporte continuo de los articulos en los bafios B65G,
p. €. B65G 49/00; dispositivos eléctricos, ver los
lugares apropiados, p. €. HO1B, H02G) [2]

Tanques; Susinstalaciones[2]

Cuadros o estructuras de soporte externas[2]
Dispositivos de suspension o soporte paralos
articulos que van a ser revestidos [2]

Bastidores [2]

Electrodos [2]

Forma o configuracion (C25D 17/14 tiene

prioridad) [2]

para chapado ala amohadilla[2]

Aparatos para revestimiento electrolitico de pequefios
objetos en conjunto [2]
que tienen recipientes cerrados [2]
Barriles horizontales [2]
que tienen recipientes abiertos [2]
Barrilesinclinados[2]
Cestas oscilantes [2]

con medios para mover |os objetos

individualmente a través de |os aparatos durante el

tratamiento [2]

Instalaciones par a revestimientos electroliticos [2]

Procedimientos para el servicio u operacion delas
células pararevestimiento electrolitico [2]
Calentamiento o refrigeracion [2]
Eliminacion de gases o vapores [2]
Filtrado [2]
Enjuagado [2]
Agitacion de electrolitos, Desplazamiento de
bastidores[2]
Utilizacién de capas protectoras superficiales sobre
los bafios electroliticos [3]
Control o regulacion (control o regulacion en general
GO05) [2]
Adicion controlada de los componentes del
eectrolito [2]
Regeneracion de los bafios [2]
de electralitos (C25D 21/22 tiene prioridad) [2]
de soluciones de lavado (C25D 21/22 tiene
prioridad) [2]
por cambio ionico [2]
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C25F

1/00

1/02
1/04
1/06
1/08
1/10
1/12
1/14
1/16
1/18

3/00
3/02
3/04
3/06
3/08
3/10

C25F

PROCESOSPARA LA ELIMINACION ELECTROLITICA DE MATERIA EN OBJETOS; SUSAPARATOS[2]

Nota

En la presente subclase, salvo indicacion en contra, unainvencion esta clasificada en el Gltimo lugar apropiado. [2]

Limpieza, desengrasado, decapado o descascarillado

por via electralitica[2]
Decapado; Descascarillado [2]

en solucion [2]
de hierro o acero [2]
de metales refractarios[2]
deactinidos[2]

en bafios fundidos [2]
de hierro o acero [2]
de metalesrefractarios [2]
deactinidos[2]

Grabado o pulido electralitico [2]
Grabado [2]
de metalesligeros[2]
de hierro o0 acero [2]
de metales refractarios [2]
de actinidos [2]
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3/12
3/14
3/16
3/18
3/20
3/22
3/24
3/26
3/28
3/30

5/00

7100

7102

de material es semiconductores [2]
Localmente[2]
Pulido [2]
de metalesligeros[2]
de aluminio [2]
de metales pesados [2]
de hierro o acero [2]
de metales refractarios[2]
de actinidos [2]
de material es semiconductores [2]

L evantado electrolitico de capas o revestimientos
metélicos[2]

Elementos estructur ales, de células o sus ensambles

parala eliminacion electrolitica de materiaen

obj etos (tanto para revestimiento como para eliminacién

electroliticos C25D); Operacion o servicio [2]
Regeneracion de los bafios [2]



